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Keramik-Kochf eld 

Die Erfindung betrifft ein Keramik-Kochf eld mit einer Kochplat- 
te aus Glaskeramik oder Glas mit einer elektrischen Heizleiter- 
schicht, und mit einer Isolierschicht zwischen der Kochplatte 
und der Heizleiterschicht . 

Ein derartiges Keramik-Kochf eld ist bspw* aus der DE 31 05 055 
C2 Oder aus der US 6 037 572 bekannt. 



Das bekannte Keramik-Kochf eld weist eine Kochplatte aus einer 
Glaskeramik auf, an deren Unterseite eine geerdete Metall- 
schicht aufgespritzt ist, auf die wiederum eine Isolierschicht 
aus Aluminiumoxid aufgespritzt ist. An der Unterseite der kera- 
mischen Isolierschicht ist ein Heizleiter mittels einer Druck- 
technik aufgebracht. 

Mit einem derartigen Keramik-Kochf eld kann eine energiesparen- 
dere Heizung erfolgen als bei bisher bekannten Keramik- 
Kochf eldern, bei denen die Beheizung im wesentlichen mittels 
Strahlungsenergie erfolgt. Die Ankochleistung steigert sich 
hierbei erheblich. 

Die Isolierschicht zwischen Heizleiterschicht und Kochplatte 
ist notwendig, da eine Glaskeramik, wie etwa Ceran®, eine NTC- 
Charakteristik besitzt, das heiBt, bei ansteigenden Temperatu- 
ren nimmt die elektrische Leitf ahigkeit merklich zu. 

Die elektrische Isolierschicht mui3 daher bei Betriebstemperatu- 
ren eine Durchschlagsf estigkeit von etwa 3.750 Volt aufweisen, 
um die notwendige Betriebssicherheit nach VDE sicherzustellen • 

Hierzu ist es notwendig, die keramische Isolierschicht mit ei- 
ner erheblichen Schichtdicke zu erzeugen, zum Beispiel etwa 
200 - 500 Mikrometer bei der Verwendung von AI2O3 als Isolier- 
schicht, 

Es hat sich jedoch gezeigt, daJ3 bei derart hohen Schichtdicken 
das Keramikmaterial zur RiBbildung neigt und daJ3 dariiber hinaus 
die thermischen Spannungen, die aufgrund der Unterschiede der 
thermischen Ausdehnungskoef f izienten zwischen der Glaskeramik 
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(± 0,15 X 10-' K-^) und Keramik 8,0 x 10"" K"^ bei AI2O3) er- 
hebliche thermische Spannungen wahrend des Betriebes entstehen, 
so daB die keramische Isolierschicht zum Abplatzen neigt. 

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein verbesser- 
tes Keramik-Kochfeld zu schaffen, bei dem der Schichtenverbund 
eine hohe Stabilitat im Langzeitbetrieb besitzt und gleichzei- 
tig die notwendige elektrische Durchschlagsf estigkeit der Iso- 
lierschicht sichergestellt ist. 

Diese Aufgabe wird bei einem Keramik-Kochf eld gemaJ3 der ein- 
gangs genannten Art dadurch gelost, daJ3 die Isolierschicht aus 
einer Mehrzahl von Schichten besteht, die eine zur Heizleiter- 
schicht hin abnehmende Porositat aufweisen. 

Die Aufgabe der Erfindung wird auf diese Weise vollkomitien ge- 
lost, Es hat sich namlich gezeigt, dai3 durch die spezielle Ver- 
wendung derartiger gradierter Schichten eine allmahliche Anpas- 
sung des theritiischen Ausdehnungskoef f izienten an den thermi- 
schen Ausdehnungskoef f izienten von Glaskeramik erreicht werden 
kann, Eine hohere Porositat fuhrt zu einer Verminderung des 
Elastizitatsmoduls und damit zu einer verbesserten Spannungs- 
toleranz gegeniiber thermischen Spannungen. Somit kann durch die 
Aufteilung der Isolierschicht in mindestens zwei Einzelschich- 
ten, von denen die erste mit einer hoheren Porositat in Kontakt 
mit der Kochplatte steht, und die zweite mit einer niedrigeren 
Porositat der Heizleiterschicht zugewandt ist, eine bessere 
Toleranz gegeniiber Spannungen erreicht werden. Insbesondere 
wird die Gefahr einer Rii3bildung auch bei einer grolSeren 
Gesamtdicke der Isolierschicht vermieden. Gleichzeitig ist eine 
gute Stabilitat des gesamten Schichtenverbundes auch gegeniiber 



den stark schwankenden Temperaturbedingungen wahrend des Be- 
triebes eines solchen Keramik-Kochf eldes gewahrleistet . 

Die einzelnen Schichten der Isolierschicht sind vorzugsweise 
durch thermisches Spritzen hergestellt. 

Dabei konnen die verschiedenen Porositaten der einzelnen 
Schichten durch unterschiedliche Pulverqualitaten oder durch 
den Einsatz unterschiedlicher Brenner, vorzugsweise durch 
atmospharisches Plasmaspritzen (APS), oder durch Variation der 
ProzeBparameter wahrend des Beschichtungsprozesses erzeugt wer- 
den . 

Zusatzlich kann zwischen der Isolierschicht und der Kochplatte 
eine elektrisch leitfahige Zwischenschicht vorgesehen sein, die 
vorzugsweise geerdet wird. 

Diese elektrisch leitfahige Zwischenschicht besteht in vorteil- 
hafter Weiterbildung der Erfindung aus einem Cermet oder einer 
elektrisch leitfahigen Keramik. Wahrend durch ein Cermet eine 
gute elektrische Leitf ahigkeit bei einem gleichzeitig relativ 
niedrigen thermischen Ausdehnungskoef f izienten sichergestellt 
ist, bietet die Verwendung einer elektrisch leitfahigen Kera- 
mik, wie sie etwa aus TiOz durch Sauerstof f abreicherung wahrend 
des thermischen Spritzens entsteht, den besonderen Vorteil ei- 
ner guten chemischen Vertraglichkeit und Haftung auf der Ober- 
flache der Kochplatte bei einem gleichzeitig noch niedrigeren 
Ausdehnungskoef f izienten als bei einem Cermet, 

Auch die elektrisch leitfahige Zwischenschicht ist vorzugsweise 
durch thermisches Spritzen hergestellt. 



Durch die Verwendung einer derartigen elektrisch leitfahigen, 
geerdeten Zwischenschicht kann die keramische Isolierschicht 
eine geringere Durchschlagsf estigkeit aufweisen, wobei etwa 
1.500 Volt im Kochbetrieb ausreichend sind. Im Fehlerfall wird 
beim elektrischen Durchschlag vom Heizleiter auf die Kochplatte 
infolge deren Erdung eine an sich bekannte Sicherung ausgelost. 

In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung nehmen die Schich- 
ten zur Heizleiterschicht hin eine abnehmende Flache ein. 

Dabei sind die Schichten vorzugsweise zueinander zentriert, 
insbesondere zueinander konzentrisch angeordnet. Durch einen 
allmahlichen, stetigen Ubergang im Randbereich zur jeweils be- 
nachbarten Schicht werden Spannungen im Randbereich vermieden. 

Durch ein derartiges Layout wird so vermieden, daJ3 sich die 
Randschichten unter dem EinfluB von thermischen Spannungen von 
den benachbarten Schichten ablosen konnen. 

Ohne ein derartiges Layout besteht eine vergroBerte Gefahr der 
Schichtablosung insbesondere im Randbereich. 

Als besonders vorteilhaft hat sich die Ausbildung der Schichten 
als kreisformige Schichten herausgestellt , da so die thermisch 
induzierten Spannungen wahrend des Betriebes am geringsten 
sind. Dariiber hinaus ist es jedoch auch moglich, je nach Anwen- 
dungsfall, anders geformte Schichten, zum Beispiel quadratische 
Oder ovale Schichten, zu verwenden. 



Weist das Kochfeld mehrere Kochstellen, z.B. 4 Kochstellen auf, 
so befindet sich die Isolierschicht und die zugehorigen anderen 
Schichten vorzugsweise nur im Bereich der jeweiligen Kochstel- 
le, urn die Gesamtspannungen so niedrig wie moglich zu halten. 

Die einzelnen Schichten der Isolierschicht bestehen vorzugswei- 
se aus Aluminiumoxid, das eine besonders gute Haftung und eine 
besonders gute Durchschlagsf estigkeit auf weist. Daneben sind 
Schichten aus Mullit^ aus Cordierit, aus Aluminiumoxid mit Zu- 
satzen von Titanoxid, aus Zirkonoxid oder Mischungen von Zir- 
konoxid und Magnesiumoxid denkbar. Mullit und Cordierit weisen 
den Vorteil eines geringeren thermischen Ausdehnungskoef f izien- 
ten auf, besitzen jedoch eine nicht so gute Haftung auf einer 
Glaskeramikoberf lache wie Aluminiumoxid. AuBerdem ist es nicht 
moglich, Schichten aus Mullit oder Cordierit unmittelbar durch 
thermisches Spritzen auf einer Glaskeramikoberf lache zu erzeu- 
gen, da diese hierdurch beschadigt wird. 

Hierzu muBte vorzugsweise zunachst eine Haf tvermittlerschicht , 
die etwa aus Aluminiumoxid, aus Titanoxid oder Mischungen hier- 
von besteht, auf die Oberf lache der Glaskeramik aufgespritzt 
werden, bevor die Isolierschicht aus Mullit oder Cordierit auf- 
gespritzt werden kann. 

GemaB einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung weist die 
Kochplatte an ihrer der Heizleiterschicht zugewandten Seite 
eine ringformig geschlossene Vertiefung auf, die in der Nahe 
des Randbereiches der auf die Kochplatte auf gespritzten Schicht 
verlauft . 



Diese MaJ3nahme tragt zusatzlich zum Abbau von Spannungen im 
Randbereich bei. 

Es versteht sich, daJ3 die vorstehend genannten und die nachste- 
hend noch zu erlauternden Merkmale der Erfindung nicht in der 
jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombi- 
nationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rah- 
men der Erfindung zu verlassen. Weitere Merkmale und Vorteile 
der Erfindung ergeben sich aus der nachf olgenden Beschreibung 
bevorzugter Ausf uhrungsbeispiele unter Bezugnahme auf die 
Zeichnung. Es zeigen: 

Fig. 1 einen Querschnitt einer ersten Ausfiihrung eines er- 
f indungsgemaJien Keramik-Kochf eldes und 

Fig. 2 einen Querschnitt einer gegeniiber der Ausfiihrung ge- 
maJ3 Fig. 1 leicht abgewandelten Ausfiihrung eines er- 
findung sgemaJ3en Keramik-Kochf eldes . 

In Fig. 1 ist ein erf indungsgemaBes Keramik-Kochf eld insgesamt 
mit der Ziffer 10 bezeichnet. 

Es versteht sich^ daB die Darstellung lediglich beispielhaft 
ist und daB insbesondere die GroBenverhaltnisse nicht maBstabs- 
gerecht sind. 

Das Keramik-Kochfeld 10 weist eine Kochplatte 12 aus Glaskera- 
mik, etwa aus Ceran® von Schott auf, die eben ausgebildet ist 
und zur Aufnahme von KochgefaBen dient. 
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Die Unterseite der Kochplatte 12 ist an den Stellen, an denen 
eine Heizung ermoglicht werden soil, mit einer als Ganzes mit 
der Ziffer 14 bezeichneten Isolierschicht versehen, auf deren 
Unterseite eine Heizleiterschicht 22 aufgebracht ist, 

Es versteht sich, da/3 ein derartiges Keramik-Kochf eld 10 eine 
Mehrzahl von Kochstellen aufweisen kann, wie etwa 4 Kochstellen 
fur den Haushaltsgebrauch. In den Figuren 1 und 2 ist jedoch 
nur eine einzige Kochstelle dargestellt. 

Die Isolierschicht gemaB Fig. 1 besteht aus drei Teilschichten 
16, 18, 20, die jeweils durch thermisches Spritzen auf die 
Kochplatte 12 bzw. die darunter liegende Schicht aufgetragen 
sind. 

Die einzelnen Schichten 16, 18, 20 sind vorzugsweise kreisfor- 
mig ausgebildet und weisen zur Heizleiterschicht 22 hin eine 
abnehmende Oberflache auf, wobei die einzelnen Schichten 16, 
18, 20 zueinander konzentrisch angeordnet sind. 

Durch diese MaJJnahme wurde der Ablosung von Schichten im Rand- 
bereich entgegengewirkt . 

Die einzelnen Isolierschichten 16, 18, 20 konnen bspw. aus Alu- 
miniumoxid bestehen und weisen jeweils eine Porositat auf, die 
von der Kochplatte 12 in Richtung zur Heizleiterschicht 22 hin 
abnimmt • 

So konnte bspw. die erste Teilschicht, die auf die Oberflache 
der Kochplatte durch thermisches Spritzen aufgetragen ist, eine 
Porositat in der Gr6J3enordnung von 15 bis 20 Volumenprozent 



aufweisen, wahrend die nachfolgende Teilschicht 18 eine Porosi- 
tat von etwa 5 bis 10 Volumenprozent besitzen konnte und die 
letzte Teilschicht 20 eine moglichst geringe Porositat besitzen 
konnte, etwa von 1 % oder darunter. 

Samtliche der Schichten 16, 18, 20 sind durch thermisches 
Spritzen ( vorzugsweise atmospharisches Plasmaspritzen ) aufge- 
tragen. 

Urn eine ausreichend hohe Durchschlagsf estigkeit sicherzustel- 
len, d.h. mindestens 3.750 Volt bei Betriebstemperatur liegt 
die Gesamtdicke der Isolierschicht 14 bei der Verwendung von 
Aluminiumoxid bei bis zu etwa 50 0 Mikrometer. 

Vor dem thermischen Spritzen wird die Kochplatte 12 nicht durch 
das ubliche Auf rauhstrahlen vorbehandelt , da dies zu einer 
Schadigung der Glaskeramikoberf lache fiihren wiirde, sondern le- 
diglich gereinigt, z.B. mit Azeton entfettet. 

Die genaue Abgrenzung der jeweiligen Schichten 16, 18, 20 von 
der darunterliegenden Oberflache kann jeweils durch ein Mas- 
kierverf ahren sichergestellt werden. 

Auf der Unterseite der untersten Teilschicht 20 der Isolier- 
schicht 14 wird eine Heizleiterschicht 22 erzeugt. Diese Heiz- 
leiterschicht 22 enthalt einen maanderf ormig gewundenen Heiz- 
leiter 24, der bspw. durch ein Siebdruckverf ahren in herkommli- 
Cher Weise erzeugt werden kann. 



Alternativ bietet sich zur Erzeugung des Heizleiters 24 wieder- 
um ein thermisches Spritzverf ahren in Verbindung mit einem Mas- 
kierverf ahren an, was Vorteile gegeniiber der herkommlichen Er- 
zeugung durch ein Siebdruckverf ahren hat, da beim Siebdruckver- 
fahren die metallischen Leiter einen glasigen Anteil von meist 
mehr als 5 % besitzen, damit die FlieBtemperaturen bei Schich- 
teneinbrand gesenkt werden konnen. Dieser Glasanteil reduziert 
jedoch den metallischen, leitenden Anteil der Teilsegmente der 
jeweiligen Leiterbahn, Die Leiterbahn, die einen lokal erhohten 
Glasanteil hat, besitzt einen Bereich mit hoherem Wider stand, 
was beim Stromdurchf lui3 gegebenenf alls zur Uberhitzung und zum 
Mater ialversagen fuhren kann. 

Diese Probleme werden bei einem thermisch gespritzten Heiz lei- 
ter 22 vermieden. 

Besondere Vorteile bietet hierbei auch die Anwendung des Laser- 
spritzens, da sich hiermit Bahnen besonders gut erzeugen las- 
sen . 

Die einzelnen Isolierschichten 16, 18, 2 0 bestehen vorzugsweise 
aus Aluminiumoxid, womit sich eine besonders gute Haftung auf 
der Oberflache der Kochplatte 12 erzielen laJ3t. Gleichzeitig 
besitzt Aluminiumoxid eine gute Durchschlagsf estigkeit . Durch 
den gradierten Aufbau mit den zur Heizleiterschicht 22 hin ab- 
nehmenden Porositaten werden die Probleme durch thermisch be- 
dingte Spannungen, die durch Unterschiede der thermischen Aus- 
dehnungskoef f izienten von etwa 8,0 bei 10** K"^ fur AI2O3 und von 
etwa ± 0,15 X 10"* K"^ fur Ceran® bestehen, deutlich reduziert. 
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Vorteilhaft ist auch die Verwendung von Cordierit 
( 2MgO*2Al203«5Si02 Oder Mullit ( 3Al203*2Si02 ) als keramisches 
Isoliermaterial, da dies einen deutlich geringeren thermischen 
Ausdehnungskoef f izienten a von etwa 2,2 bis 2,4 x 10"^ fur 
Cordierit bzw. von etwa 4,3 bis 5,0 10"^ K"^ fiir Mullit auf- 
weist . 

Es ist jedoch nicht moglich, eine Mullit-Schicht oder eine Cor- 
dierit-Schicht unmittelbar auf eine Glaskeramik durch thermi- 
sches Sprit zen aufzutragen, da dies zur RiBbildung und Schadi- 
gung der Oberflache der Glaskeramik fuhrt. 

In diesem Fall miiBte zunachst eine diinne Haf tvermittlerschicht 
in der GroBenordnung von etwa 10 bis 150 Mikrometer, vorzugs- 
weise von etwa 50 bis 100 Mikrometer auf die Oberflache der 
Glaskeramik aufgespritzt werden, bevor die nachf olgenden Iso- 
lierschichten aufgetragen werden. 

Als Haf tvermittlerschicht eignet sich bspw. Aluminiumoxid, 
Titanoxid oder Mischungen hiervon, 

Zusatzlich ist in Fig. 1 noch eine ringformige Vertiefung 30 
Oder Rille erkennbar, die sich an der Unterseite der Kochplatte 
12 befindet und den Rand der Isolierschicht 16 ringformig urn- 
schlieBt. Diese Vertiefung tragt zum Spannungsabbau in diesem 
Bereich bei. 

In Fig. 2 ist eine Abwandlung des erf ingungsgemaJ3en Keramik- 
Kochfeldes insgesamt mit der Ziffer 10' bezeichnet. 
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Diese Ausfuhrung unterscheidet sich von der zuvor beschriebenen 
Ausfiihrung dadurch, dai3 die Isolierschicht 14' lediglich aus 
zwei Teilschichten 16', 18' besteht, und daB zwischen der Iso- 
lierschicht 14' und der Kochplatte 12 eine Zwischenschicht 26 
aus elektrisch leitfahigem Material erzeugt wurde. Diese Zwi- 
schenschicht 2 6 wird geerdet^ wie durch die Ziffer 28 angedeu- 
tet ist. 

Im Fehlerfall wird beim elektrischen Durchschlag vom Heizleiter 
24 auf die Kochplatte 12 infolge deren Erdung eine an sich be- 
kannte, nicht gezeigte Sicherung der Kochplatte 12 ausgelost. 

Durch diese MaBnahme kann die Isolierschicht 14' eine geringere 
Gesamtschichtdicke aufweisen, da deren Durchschlagsf estigkeit 
nunmehr lediglich 1.500 Volt bei Betriebstemperatur betragen 
muB, urn die notwendige Sicherheit nach VDE zu gewahrleisten . 

Dies fiihrt dazu, daB die gesamte Schichtdicke der Isolier- 
schicht 14* nur noch etwa halb so groB oder sogar geringer aus- 
gefuhrt sein kann, wie bei der Ausfuhrung gemaB Fig. 1. 

Wahrend bei der Ausfuhrung gemaB Fig. 1 eine Schichtdicke der 
Isolierschicht 14 von bis zu etwa 500 Mikrometer notwendig ist, 
ergibt sich eine entsprechende Reduzierung der Schichtdicke 14' 
bei Verwendung der geerdeten Zwischenschicht 26. 

Die Zwischenschicht 26 konnte theoretisch aus Metall bestehen, 
was jedoch wiederum Nachteile infolge des deutlich hoheren 
thermischen Ausdehnungskoef f izienten von Metallen bedeuten 
wiirde . 



13 



Es ist deshalb bevorzugt, die Zwischenschicht 26 aus einer 
elektrisch leitfahigen Keramik herzustellen, etwa aus Ti02/ cias 
wahrend des thermischen Spritzvorgangs eine so starke Sauer- 
stof f abreicherung erfahrt, daJ3 es elektrisch leitfahig wird. 

Eine weitere Alternative zur Erzeugung der Zwischenschicht 2 6 
besteht in der Verwendung eines Cermets, etwa aus einer Nik- 
kel/Chrom/Kobalt-Legierung, in der Karbide, wie etwa Wolfram- 
karbidpartikel und Chromkarbidpartikel eingelagert sind. 

Mit einem derartigen Cermet laBt sich eine besonders gute Leit- 
fahigkeit gewahrleisten, jedoch ist der thermische Ausdehnungs- 
koeffizient naturgemaJ3 hoher als z.B. bei TiOj, aber immer noch 
geringer als bei ublichen metallischen Schichten. 

Die Heizleiterschicht 22 wird wiederum, wie vorstehend bereits 
erwahnt, vorzugsweise durch thermischen Spritzen in Verbindung 
mit einem Maskierverf ahren auf der Unterseite der untersten 
Teilschicht 18' der Isolierschicht 14* erzeugt. 

Die einzelnen Schichten 16, 18, 20 gemaB Fig. 1 oder 26, 16', 
18' gemaJ3 Fig. 2 laufen an ihren Randern jeweils allmahlich zur 
jeweils benachbarten Schicht aus, so daJ3 stetige Ubergange ent- 
stehen. Dadurch wird der Gefahr der Delamination im Randbereich 
entgegengewirkt . 



Patentansprliche 



Keramik-Kochfeld mit einer Kochplatte (12) aus Glaskeramik 
Oder Glas, mit einer elektrischen Heizleiterschicht (22), 
und mit einer Isolierschicht (14; 14') zwischen der Koch- 
platte (12) und der Heizleiterschicht (22), dadurch ge- 
kennzeichnet, daJ3 die Isolierschicht (14; 14') aus einer 
Mehrzahl von Schichten (16, 18, 20; 16', 18') besteht, die 
eine zur Heizleiterschicht (22) hin abnehmende Porositat 
aufweisen. 

Keramik-Kochfeld nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
daB die einzelnen Schichten (16, 18, 20; 16', 18') der 
Isolierschicht (14; 14')durch thermisches Spritzen herge- 
stellt sind. 

Keramik-Kochfeld nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daJ3 zwischen der Isolierschicht (14') und der 
Kochplatte (12) eine elektrisch leitfahige Zwischenschicht 
(26) vorgesehen ist. 

Keramik-Kochfeld nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB die elektrisch leitfahige Zwischenschicht (26) aus ei- 
nem Cermet oder einer elektrisch leitfahigen Keramik be- 
steht . 

Keramik-Kochfeld nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daj3 die elektrisch leitfahige Zwischenschicht 
(26) durch thermisches Spritzen hergestellt ist. 
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6. Keramik-Kochfeld nach einem der vorhergehenden Ansprliche, 
dadurch gekennzeichnet , dai3 die Schichten (16, 18, 20; 
16', 18') zur Heizleiterschicht (22) hin eine abnehmende 
Flache einnehmen. 

7. Keramik-Kochfeld nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet , 
daJ3 die Schichten (16, 18, 20; 16', 18') zueinander zen- 
triert, insbesondere zueinander konzentrisch angeordnet 
sind. 

8. Keramik-Kochfeld nach Anspruch 6 Oder 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daJ3 die Schichten (16, 18, 20; 16', 18') in 
ihrem jeweiligen Randbereich allmahlich zur jeweils be- 
nachbarten Schicht ubergehen. 

9. Keramik-Kochfeld nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet , dai3 die Isolierschicht (14; 14*) 
aus Aluminiumoxid, aus Mullit, aus Cordierit, aus Alumini- 
umoxid mit Zusatzen von Titanoxid, aus Zirkonoxid oder Mi- 
schungen von Zirkonoxid und Magnesiumoxid besteht. 

10. Keramik-Kochfeld nach einem der vorgehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, daJ3 die Kochplatte (12) an ihrer der 
Heizleiterschicht (22) zugewandten Seite eine ringformig 
geschlossene Vertiefung aufweist, die in der Nahe des 
Randbereiches der auf die Kochplatte (12) auf gespritzten 
Schicht (16, 26) verlauft. 
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